
以細微及精密的技術加速世界革新

｜  前 製 程  ｜  後 製 程  ｜  控 制 技 術  ｜  電 子 零 件 、通 訊 模 組  ｜

隨著半導體的細微化趨勢 ，製造工程與測試環境同樣需有重大變革。

我們將為您面臨的各種課題 ，提供以細微、精密技術為中心的工程解決方案。

為半導體業界設計的UPT解決方案
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前製程（清洗 -晶圓檢查）

後製程（切割 -最終檢查）

控制技術 /電子零件、通訊模組

伴隨晶圓的大口徑化與設計規則的細微化，

作為微影製程關鍵的控制裝置需更加完善，

尤其是追求均勻供熱的溫度控制，

以及實現5nm以下細微化的光學控制，

其進化更是毫不停歇。

組裝自動化將實現對僅數立方公釐的晶片尺寸進行封裝化的目標。

此外，以晶片相疊的3D堆疊技術為中心的超小型封裝技術同樣有所進化。

測試方式亦從過去的複數測試方式，轉換為可縮短測試時間的系統級測試。

面對日益多樣化的半導體業界，我們已為您準備各種不同的解決方案。

伴隨大口徑化與細微化，

設備也需具備更高精度的控制技術。

運動控制需將停止及移動等動作
控制得更加流暢。

半導體技術的進步日新月異，推動了通訊的高速與效率化、

電子設備的小型化與節能化等，為我們的生活帶來了各式各樣的益處。

I o T及A I 的普及，使半導體扮演的角色愈發重要，連帶其製造工程亦需追求進化。

半導體的進化，
是構成我們便利生活環境的基石
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晶圓搬運

靜電吸盤用 金屬箔板加熱器

晶圓研磨

遊星輪

曝光

隔離墊片

前製程
以金屬細微加工技術
應對設計規則的細微化

須對以300mm為主流尺寸的半導體晶圓均勻供熱。為取得所需發熱量，加熱器
材料中的銅箔截面積與通路設計將更為複雜，故必須反覆嘗試以提高設計與
製造精度。

透過富機動性的開發與生產體制，我們成功實現以少批量、多品項、交期短為特長
的光蝕刻工法。UPT可即時應對多次細節設計變更，追求令客戶滿意的設計。

為提高半導體製造的生產性，研磨機的轉速日趨高速化。在研磨工程中，依半導體
的種類不同必須可應對數種厚度，但在挑選材料上則必須事前研議如何提高強度、

應對翹曲，以及於保管期間發生的尺寸變動等各種事宜。

光蝕刻加工以少批量、多品項、交期短為特長，故可在客戶需要時為其提供所
需產品。因此以光蝕刻加工製作的SUS304遊星輪，亦可成功縮短庫存期間，

並克服壓模工法所憂心的翹曲、變形問題。

光學鏡頭適用的隔離墊片，多在需求超出原本鏡頭規格的效能時使用，但所需規格
本身卻經常在製造工程的後段才決定，故需可在短交期內取得。

從常態備有500種的庫存金屬材料中，依客戶要求挑選合適材料後，以不需鑄模
等初始費用的光蝕刻工法，在短交期內為您製作。

課
題

課
題

課
題

解
決
方
案

解
決
方
案

解
決
方
案

熱管理的高精度需求

實現最適當的供熱狀態

可承受高速研磨的設計與堅固性

運用光蝕刻加工，製成具高剛性的遊星輪

以短交期為訴求的隔離墊片設計及製造

以豐富的材料庫存實現短交期

點擊這裡了解產品詳情 ＞

點擊這裡了解產品詳情 ＞

點擊這裡了解產品詳情 ＞



為小型化的半導體搬運
以及測試時的治具與插座帶來進化 後製程-1
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搬運工程
Union Tray®

因應半導體及電子零件的小型與細微化，在生產工程中須使用更高精度的托盤
進行搬運，但礙於過去的切削加工品加工精度有限，其細小的毛邊可能會在放入
零件時造成問題。

課
題
托盤上的微小毛邊對工程產生影響

半導體、電子零件的搬運用托盤

用於封裝密封的金屬蓋

高效能冷卻板

在將填料封入以陶瓷等完成的封裝後，將在金屬蓋與陶瓷的接合處以金錫銲料及銀
焊料進行焊接。為防止密封材料流入封裝內，並同時提高結合力，LID的設計需進行
改良與高精度化。

課
題
對與陶瓷材質的結合力以及防止密封材料流入的需求

封裝工程
LID

測試工程
Union Cooling Tech®️

堆疊以光蝕刻製成的金屬箔板並施以擴散接合，將複雜的母模製造以加工精度
＜10％的高精度為您完成。

解
決
方
案

無毛邊、無浮渣的高精度托盤

以光蝕刻加工法製成的金屬製LID，具有＜10％的高加工精度，且與陶瓷外壁緊
密結合，可期待其密封強度等的品質提升。

解
決
方
案

透過高精度蝕刻加工，完成最合適的設計

半導體的高密度化帶來測試製程的大電流化，也導致半導體測試製程不僅需實
現裝置的小型化，亦須追求有效率的散熱方式。

透過光蝕刻＋擴散接合，在散熱板內部形成細微的可讓冷卻液通過的微通道。從符
合散熱規格的所需設計至產品製作、功能評價的一系列製程，皆以一站式服務為您
包辦。

課
題

解
決
方
案

對半導體製造裝置的散熱以及電子零件的高效率發熱對策的需求

透過高精度的中空管道，實現小型且超高效能的散熱效果

點擊這裡了解產品詳情 ＞

點擊這裡了解產品詳情 ＞

點擊這裡了解產品詳情 ＞



針對半導體的小間距、多針腳化趨勢
所開發的次世代插座 後製程-2
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測試工程
Micro Metal Socket®（MMS）
能對應高頻率、大電流，以滿足5G化及超越5G的目標

採用特殊材料製作探針，能實現高頻率及大電流

伴隨資訊、影像服務等的蓬勃發展，需要半導體對應高頻率、寬頻帶的需求也日漸
增加，隨之浮現的課題即為測試工程的雜訊及發熱量增加。

可對應60GHz@-1dB。透過每片探針額定電流1A※的獨家設計，形成超短傳輸測
試插座，實現排除雜訊及接觸電阻影響的檢查。
※（探針長度為0.45mm時）

減輕測試分類機的負荷及延長壽命

探針的獨家構造能提升接觸可靠性，卻同時滿足低負荷需求

因半導體封裝的多針腳化，測試分類機所承受的探針接觸壓力達數十噸，需改善
停機時間以及延長設備壽命。

0.10N/1探針的獨家開發探針，可將測試分類機的總負荷減輕至過去的約
80％，以實現延長壽命的目標。延長測試分類機的壽命，將可帶來縮短停機時間、

提高生產性，以及減少更換探針及清潔探針的工序等優點。

對應半導體的小型化、小間距化

業界最小等級的探針間距

隨著製程的進化，半導體的小型、多針腳、小間距化亦持續進行，需開發適合次世代
半導體的測試解決方案。

可因應用途所需，從間距0.15mm起為您提供最適合的探針排列方式，且能自由
變更配置。業界最小等級對次世代半導體開發及製造有卓越貢獻。

課
題

課
題

課
題

解
決
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案

解
決
方
案

解
決
方
案

業界最小等級
間距0.15mm

點擊這裡了解產品詳情 ＞



支援半導體製造裝置
邁向高精度、高功能的細微化技術 控制技術
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高精度位置控制
適用於光學式編碼器的細微加工槽縫
開發擁有更高光學解析度之標度尺的需求

裝置組裝
隔離墊片

想實現高精度的運動控制，就需要高精度的編碼器與線性標度尺。因光學解析度
越高，其槽縫寬度即會更加細微化，故更高精度的金屬加工技術將不可缺少。

以微影蝕刻加工提升標度尺的光學解析度
可以光蝕刻進行的金屬加工製作具有高精度的細微槽縫且適用於碼輪、線性標度
尺的金屬槽縫。加上MOQ亦適合進行以單個起算的原型試作，故可對應從開發至量
產的所有工程。

課
題

以短交期為訴求的隔離墊片設計及製造
在製作高精度的製造裝置時，總會出現在製造時發生的公差累積而成的空隙，有時
這將成為須解決的課題。由於該空隙是發生在製造工程的後段，不僅其程度難以預
測，還需考量裝置出貨的時間點，因此如何在短交期內處理便成為課題。

課
題

解
決
方
案

以豐富的材料庫存實現短交期
從常態備有500種的庫存金屬材料中，依客戶要求挑選合適材料後，以不需鑄模
等初始費用的光蝕刻工法，在短交期內為您製作。

解
決
方
案

點擊這裡了解產品詳情 ＞

點擊這裡了解產品詳情 ＞



電子零件、通訊模組

從電子零件、通訊模組的
生產製程至檢查工程均可應對的
整體解決方案
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適用於高頻率測試的異向性導電片
UHSS™（Union High Speed Sheet）
對應高頻率測試
針對半導體、電子零件對應高頻率的趨勢，「如何改善生產直通率」的課題已然浮
現，然而彈簧式探針及傳統類型的導電片已不符合未來需求，必須有為高頻率設計
的新測試解決方案。

可改善生產直通率的高頻率測試用異向性導電片
對具備100GHz@-1dB之高頻率特性的異向性導電片，UHSS™可在無對位狀
態下進行高頻率特性評價。

課
題

解
決
方
案

沿用現有設備
想沿用現有設備進行高頻段的小型零件評價，但以現有導電片將難以量測，須進
行改良。

可配合現有設備規格，自訂導電片形狀
只要將UHSS™配合現有設備加工為豎長矩形的LS（Long Sheet），或對其再施
以層壓加工且兩端具備現有設備安裝孔的LLS（Long Laminated Sheet），即可
沿用現有設備，輕鬆獲得支援高頻率測定的導電片。

課
題

解
決
方
案

對應長期使用
包含零件形狀、精加工公差，必須有檢查行程亦有相當長度且可承受長期使用的高
頻率用導電片。

將UHSS™捲繞於特殊橡膠，以實現大電流與高速傳輸  
將UHSS™捲繞在矽膠上，行程長度亦可隨需求自訂。使用矽膠材質將可減輕因接
觸所造成的損傷，實際測試可接受超過50,000次的重複觸壓。

課
題

解
決
方
案

點擊這裡了解產品詳情 ＞



驅動半導體製造業持續進化的專家
作為細微、精密技術的「整合商」，我們為世界提供其他廠商無法取代
的產品及解決方案。

以蝕刻技術、擴散接合技術、散熱技術為主軸，日夜鑽研細微加工，

以期成為促進半導體業界成長的推手，並建構可在少批量、交期短的
條件下提供高品質產品的體制，為業界同仁的技術發展貢獻一份心力。

UPT USA

川越工廠（協成）

川越工廠（協成）

UPT總公司（東京） 

橫濱工廠（Koken Chemical）

橫濱工廠（Koken Chemical）

UPT關西營業所

UPT總公司（東京） 

UPT集團網路 生產據點 營業據點

韓國工廠（協成KOREA）

泰國工廠（協成Thailnd） 

泰國工廠（協成Thailnd） 

聯合精密科技股份有限公司
日本國東京都新宿區市谷田町二丁目37番地 客戶諮詢窗口

服務時間 : 9:00～17:00 （平日）日本時間

https://upt-co.com/tw/
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